
WÜRTH ELEKTRONIK ICS
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Empfehlung Lotpads:
Solder pad recommendation:
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Empfehlung Ausführung Schablone:
Recommendation mask design:

Schichtstärke: 150µm
Thickness: 150µm

Lötpad Schablone
Solder pad mask
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Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Falls Übersetzung 
abweicht, ist der deutsche Text gültig
Observe protective note ISO 16016

If the translation deviats, the German text is valid
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